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(57)【要約】
【課題】厚さ数ｎｍ程度の薄膜を積層した場合であっても、品質の問題が生じない樹脂／
ガラス積層体を提供することを課題とする。また、このような樹脂／ガラス積層体を製造
するために有用な、転写フィルムを提供することを課題とする。
【解決手段】基材フィルム上に、樹脂組成物からなる転写層を積層した転写フィルムであ
って、前記基材フィルム表面が特定の平均面粗さを有し、前記転写層が特定の表面粘着力
を有する転写フィルムにより課題を解決する。
　また、ガラス基板上に樹脂層が積層した樹脂／ガラス積層体であって、樹脂層の表面が
特定の平均面粗さを有し、かつ、特定の表面粘着力を有することで課題を解決する。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材フィルム上に、樹脂組成物からなる転写層を積層した転写フィルムであって、
　前記基材フィルムは、前記転写層側の表面の平均面粗さが１０ｎｍ以下であり、
　前記転写層は、前記基材フィルムと反対面側の表面タック性をＪＩＳ　Ｚ０３２７に規
定されたボールタック試験で測定した場合、最大ボール径が１／３２インチ未満である、
転写フィルム。
【請求項２】
　前記転写層を硬化処理して得られた樹脂層のガラス転移温度（Ｔｇ）が１５０℃以上で
ある、請求項１に記載の転写フィルム。
【請求項３】
　前記基材フィルムがポリエステル系樹脂を含む、請求項１又は２に記載の転写フィルム
。
【請求項４】
　基材フィルム上に、樹脂組成物からなる転写層、及び接着剤層をこの順に積層した、請
求項１～３のいずれか１項に記載の転写フィルム。
【請求項５】
　前記樹脂組成物がポリイミド前駆体を含む、請求項１～４のいずれか１項に記載の転写
フィルム。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の転写フィルムがロール状に巻回されてなる、転写
フィルムロール。
【請求項７】
　ガラス基板の少なくとも片面に、請求項１～５のいずれか１項に記載の転写フィルムを
、前記転写層又は前記接着剤層とガラス基板とを対向させて積層し、転写させる転写ステ
ップ、
　前記ステップで得られた積層体から基材フィルムを剥離する剥離ステップ、及び
　前記転写層を硬化させる硬化ステップ、を含む樹脂／ガラス積層体の製造方法。
【請求項８】
　前記転写ステップは熱ラミネートを含み、該熱ラミネート温度が、前記硬化ステップ後
に得られる樹脂層のガラス転移温度（Ｔｇ）以下である、請求項７に記載の樹脂／ガラス
積層体の製造方法。
【請求項９】
　ガラス基板上に樹脂層が積層した樹脂／ガラス積層体であって、前記樹脂層表面は、平
均面粗さが１０ｎｍ以下である、樹脂／ガラス積層体。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、転写フィルム、及びガラス基板に紫外線、熱等で硬化した硬化樹脂を積層し
た構成を有する樹脂／ガラス積層体の製造方法、並びに樹脂／ガラス積層体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、有機ＥＬパネル、太陽電池、薄膜２次電池等の電子デバイス（電子部品）の薄型
化、軽量化が進行しており、これらの電子デバイスに用いられるガラス基板の薄板化が進
行している。しかしながら、薄板化によりガラス基板の強度が低下すると、ガラス基板の
ハンドリング性が悪化するという問題があった。また、ハンドリング性の観点から、ガラ
ス基板の代わりに樹脂基板を用いることも可能であるが、樹脂基板は、耐薬品性、耐透湿
性、耐熱性等に問題があった。
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【０００３】
　そこで、最近では、薄板ガラスに透明樹脂を積層させて、ハンドリング性を向上させた
樹脂／ガラス積層体が提案されている。
　樹脂／ガラス積層体としては、例えば特許文献１において、溶液透過性を有する支持基
材上に樹脂組成物溶液を塗布して塗布層を形成し、支持基材の塗布層側を、接着剤組成物
を介して無機ガラスに貼り合せ、積層体を形成し、積層体を熱処理して、残留溶剤を所定
量まで減少させた後、積層体から支持基材を剥離して、再び熱処理を行い、塗布層を乾燥
させて、熱可塑性樹脂層を形成する工程を含む、透明基板の製造方法が開示されている。
【０００４】
　一方、特許文献２及び３には、電子部品などの回路基板の絶縁層を形成するための、イ
ミド樹脂を含む転写シートが開示されており、離型材上に光感光性ポリアミック酸層及び
接着性ポリアミック酸樹脂層を積層した転写フィルムを用いて、導電基板上にポリイミド
樹脂層を転写する方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】国際公開第１１／１３６３２７号パンフレット
【特許文献２】特開２０００－２６７２７６号公報
【特許文献３】特開２００５－３０１０７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、電子デバイスの高性能化、小型化にともない、導電性やガスバリア性を付与
する目的で、電子デバイス用基板の表面に、炭素及び各種金属、並びにその酸化物や窒化
物の薄膜を０．１ｎｍから数十ｎｍ程度の厚みで積層する場合もある。膜厚が数ｎｍ程度
の薄膜を積層する際には、基板の表面に微小な凹凸が存在すると、例えば、基板表面の平
均面粗さが２０ｎｍ程度であっても、薄膜の品質上問題となるようなケースが出てきてい
る。
　しかしながら特許文献１は、屈曲性、可撓性、耐衝撃性、及び外観に優れる透明基板を
得るものであり、透明基板表面の凹凸に起因する薄膜の品質の問題については何ら触れら
れていない。また、表面上に樹脂組成物溶液を塗布して塗布層を形成した支持基材は、残
留溶剤量が多く巻き取ることが出来ないため、全ての工程を一度に連続的に行う必要があ
り、製造装置が大型、複雑になってしまうという問題がある。
【０００７】
　また、特許文献２及び３では、ポリイミド樹脂層を含む転写フィルムの開示はあるもの
の、転写後のポリイミド樹脂層の表面粗さに関する記述はない。また開示されている転写
シートの離型剤表面には剥離処理がされており、転写された樹脂層表面は平均面粗さが大
きくなってしまう傾向にある。
　本発明はこのような状況下されたものであり、厚さ数ｎｍ程度の薄膜を積層した場合で
あっても、品質の問題が生じないような樹脂／ガラス積層体、及び当該積層体の製造に有
用な転写フィルム、を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは、上記の課題に鑑みて鋭意検討した結果、特定の表面平滑性を有する基材
フィルムの平滑面上に硬化樹脂の前駆体を含む樹脂層を形成した転写フィルムを用いるこ
とで、表面平滑性に優れた樹脂／ガラス積層体を得られることを見出した。該表面平滑性
に優れた樹脂／ガラス積層体は、薄膜を積層しても均一に成膜が可能である。
　すなわち本発明は以下の通りである。
【０００９】
［１］基材フィルム上に、樹脂組成物からなる転写層を積層した転写フィルムであって、
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前記基材フィルムは、前記転写層側の表面の平均面粗さが１０ｎｍ以下であり、前記転写
層は、前記基材フィルムと反対面側の表面タック性をＪＩＳ　Ｚ０３２７に規定されたボ
ールタック試験で測定した場合、最大ボール径が１／３２インチ未満である、転写フィル
ム。
［２］前記転写層を硬化処理して得られた樹脂層のガラス転移温度（Ｔｇ）が１５０℃以
上である、［１］に記載の転写フィルム。
［３］前記基材フィルムがポリエステル系樹脂を含む、［１］又は［２］に記載の転写フ
ィルム。
［４］基材フィルム上に、樹脂組成物からなる転写層、及び接着剤層をこの順に積層した
、［１］～［３］のいずれかに記載の転写フィルム。
［５］前記樹脂組成物がポリイミド前駆体を含む、［１］～［４］に記載の転写フィルム
。
［６］［１］～［５］のいずれかに記載の転写フィルムがロール状に巻回されてなる、転
写フィルムロール。
【００１０】
　また、本発明は別の実施形態を含み、以下のとおりである。
［７］ガラス基板の少なくとも片面に、［１］～［５］のいずれかに記載の転写フィルム
を、前記転写層又は前記接着剤層とガラス基板とを対向させて積層し、転写させる転写ス
テップ、前記ステップで得られた積層体から基材フィルムを剥離する剥離ステップ、及び
前記樹脂層を硬化させる硬化ステップ、を含む樹脂／ガラス積層体の製造方法。
［８］前記転写ステップは熱ラミネートを含み、該熱ラミネート温度が、前記硬化ステッ
プ後に得られる樹脂層のガラス転移温度（Ｔｇ）以下である、［７］に記載の樹脂／ガラ
ス積層体の製造方法。
【００１１】
　また、本発明は更に別の実施形態を含み、以下のとおりである。
［９］ガラス基板上に樹脂層が積層した樹脂／ガラス積層体であって、前記樹脂層表面は
、平均面粗さが１０ｎｍ以下である、樹脂／ガラス積層体。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明により、厚さ数ｎｍ程度の薄膜を積層した場合であっても、品質の問題が生じな
い樹脂／ガラス積層体を提供することができ、また、このような樹脂／ガラス積層体を製
造するために有用な転写フィルムを提供することができる。加えて本発明の転写フィルム
は、アンチブロッキング性にも優れるため、ロール保管が可能となる。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下に本発明の転写フィルム、及び樹脂／ガラス積層体の実施の形態を詳細に説明する
が、以下に記載する構成要件の説明は、本発明の実施形態の一例（代表例）であり、本発
明はこれらの内容に特定されるものではない。
【００１４】
　本発明の第１の実施形態は転写フィルムであり、基材フィルム上に、樹脂組成物からな
る転写層を積層させた転写フィルムである。基材フィルムは、前記転写層側の表面の平均
面粗さが１０ｎｍ以下であり、転写層は、前記基材フィルムと反対面側の表面タック性を
ＪＩＳ　Ｚ０３２７に規定されたボールタック試験で測定した場合、最大ボール径が１／
３２インチ未満であることを特徴とする。
【００１５】
＜基材フィルム＞
　基材フィルムは、転写フィルムにおいて転写層を支持する支持体であり、また、他の部
材に転写フィルムを積層させて転写層を転写した後、積層体から剥離する離型フィルムで
ある。他の部材に積層させて転写層を転写する際に熱ラミネート等を行う場合には、基材
フィルムは耐熱性を有することが好ましい。
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【００１６】
　本実施形態では、基材フィルムの転写層側表面の平均面粗さが１０ｎｍ以下であること
を特徴とする。平均面粗さは算術平均粗さ（Ｓａ）であり、下記の測定方法にて算出でき
る。
算術平均粗さ（Ｓａ）の測定方法：
　非接触表面・層断面計測システムＶｅｒｔＳｃａｎ２．０（株式会社菱化システム製）
を用い基材フィルムの表面観察（観察視野：９３．９７μｍ×７１．３０μｍ）を実施し
、基材フィルムの表面について、平均面粗さ（算術平均粗さＳａ）を算出する。
【００１７】
　基材フィルムの、転写層側表面の平均面粗さが１０ｎｍ以下であることで、転写フィル
ムの転写層を他の部材に転写して、基材フィルムを剥離した後の転写層表面が平滑となる
。そのため、転写層上に更に薄膜を積層させた場合に均一な膜となりやすく、電子デバイ
ス素子等を形成した際に性能の低下が生じ難い。
　基材フィルムの、転写層側表面の平均面粗さは１０ｎｍ以下であることが好ましく、５
ｎｍ以下であることがより好ましい。下限は特に限定されないが、通常０．１ｎｍ以上で
ある。
【００１８】
　基材フィルムの転写層側表面の平均面粗さを調整する方法としては、平均面粗さが上記
範囲のものを準備すればよく、既知の方法により平均面粗さを調整してもよく、当該範囲
の市販品を購入してもよい。
【００１９】
　基材フィルムの具体例としては、ポリエステル系樹脂、ポリオレフィン系樹脂及びポリ
カーボネート系樹脂などが挙げられる。これらの樹脂の中でも、耐熱性や塗工性の観点か
らポリエステル系樹脂が好ましい。
【００２０】
　基材フィルムに使用可能なポリエステル系樹脂としては、各種多価カルボン酸と各種多
価アルコールの共重合体や、各種ヒドロキシカルボン酸の単独重合体及び多価カルボン酸
と多価アルコールとヒドロキシカルボン酸の共重合体などを例示することができる。
　中でも、透明性が高く、適度な伸びと強度を有する観点から、テレフタル酸とエチレン
グリコールを主とする共重合体（いわゆるポリエチレンテレフタレート）や、ナフタレン
ジカルボン酸とエチレングリコールを主とする共重合体（いわゆるポリエチレンナフタレ
ート）が特に好ましい。また、これらの共重合体には、例えばイソフタル酸などの第三成
分が共重合されていてもよい。
【００２１】
　基材フィルムは、転写フィルムのハンドリング性や、転写後の剥離性を向上させるとい
う観点から、その厚みが通常２０μｍ以上、１５０μｍ以下であり、３０μｍ以上、１３
０μｍ以下であることが好ましく、３８μｍ以上、１００μｍ以下であることがより好ま
しい。
　基材フィルムの厚みが２０μｍ以上であれば、転写フィルムのハンドリング性を向上さ
せることが出来る一方、基材フィルムの厚みが１５０μｍ以下であれば、基材フィルムの
曲げ弾性が大きくなり過ぎず、基材フィルムを剥離する際の離型性が良好となる。
【００２２】
　基材フィルム表面には、転写層側の表面の平均面粗さが上記範囲であれば、必要に応じ
て表面処理を施してもよい。
　具体的には、例えば、塗工性の向上を目的として、コロナ処理、低圧プラズマ処理、大
気圧プラズマ処理、フレーム処理及び紫外線照射処理により表面処理を施してもよいし、
平滑化処理を施してもよい。また、塗工性の向上や、表面平滑化を目的として、熱又は光
硬化樹脂や熱可塑性樹脂を用いて別の樹脂層を設けてもよい。
　一方で転写フィルムにおいては、転写フィルムを他の部材と積層し、転写層を他の部材
に転写した後に基材フィルムを剥離する必要があることから、基材フィルムの転写層側表
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面は良好な離型性が要求される。そのため、通常は離型性を向上させるため、シリコーン
系樹脂などの離型剤による表面処理が行われる。　
　しかし、このような離型剤により表面処理を行うことで、表面の平均面粗さは大きくな
る傾向にあるため、転写層の表面平滑性の観点からシリコーン系、長鎖アルキル系、フッ
素系の離型剤で処理されていない基材フィルムが好ましい。
　また、このような離型剤で処理された基材フィルム表面は、樹脂組成物をはじきやすい
ため、塗工性を改良するために樹脂組成物の固形分濃度を上げる必要がある。しかし、固
形分濃度を上げると、塗布の際に気泡をかみ込むなどして塗工ムラが発生してしまい、転
写層の平滑性が阻害される傾向にある。
【００２３】
＜転写層＞
　本実施形態において転写層は樹脂組成物からなり、上記基材フィルム上に形成される。
　樹脂組成物は通常、少なくとも樹脂、及び溶媒を含み、その他の成分を含んでもよく、
その他の成分は特段限定されない。
　樹脂組成物に含まれる樹脂としては、熱可塑性樹脂、熱硬化樹脂の前駆体、紫外線硬化
樹脂の前駆体などがあげられる。なお、硬化樹脂の前駆体とは、硬化前の樹脂及び硬化性
を示す樹脂を含むものである。
　熱可塑性樹脂としては、ポリイミド、ポリアリレート、ポリエーテルサルフォン、ポリ
オレフィン、フッ素系樹脂、ポリエーテルエーテルケトン、ポリカーボネートなどがあげ
られる。
　熱硬化樹脂としては、ポリイミド、ポリウレタン、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、メ
ラミン樹脂、アラミド、ポリシリコーンなどがあげられる。
　紫外線硬化樹脂としては、（メタ）アクリレート樹脂、エポキシ樹脂があげられる。
　これらのうち、前駆体のガラス転移温度（Ｔｇ）が低く、かつ硬化後のガラス転移温度
が高いことからポリイミドが好ましい。
【００２４】
　また、樹脂組成物からなる転写層は、硬化処理して得られる樹脂層のガラス転移温度（
Ｔｇ）が１５０℃以上であることが好ましく、１７０℃以上であることがより好ましい。
Ｔｇが上記下限以上であることで、転写フィルム転写後の樹脂層が耐熱性に優れる。
【００２５】
　なお、硬化樹脂の前駆体とは、熱や紫外線などで硬化させる前の樹脂を意味し、例えば
硬化樹脂がポリイミドである場合には、硬化樹脂の前駆体は、ポリアミック酸を意味する
。
【００２６】
　本実施形態において転写層は、基材フィルムと反対面側の表面タック性をＪＩＳ　Ｚ０
３２７に規定されたボールタック試験で測定した場合、最大ボール径が１／３２インチ未
満であることを特徴とする。最大ボール径が１／３２インチ未満であることで、転写層が
良好なアンチブロッキング性を有する。その結果、転写フィルムをロール状に巻回して保
存することが可能となる。
【００２７】
　転写層の表面タック性は、転写層が含む樹脂の種類、転写層を形成する際の、転写層中
の残留溶媒量を適宜調整することで、上記範囲とすることができる。表面タック性を小さ
くするためには、例えば残留溶媒を最小限に抑えればよい。
　なお、上記のとおり転写層表面の表面タック性が小さいため、また基材フィルムは良好
な離型性を有することから、基材フィルムと転写層の積層面は粘着の影響をほとんど受け
ず、基材フィルムの表面粗さが小さい場合には、転写後の転写層の表面粗さも小さくなる
ことを本発明者は確認している。
【００２８】
　転写層の膜厚は特段限定されず、他の部材に転写層を転写させた後に要求される樹脂層
の膜厚に応じて適宜設定すればよい。通常１ｎｍ以上、好ましくは３ｎｍ以上であり、ま
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た通常２５μｍ以下、好ましくは２０μｍ以下である。本実施態様では、転写層の膜厚が
、基材フィルムの膜厚よりも薄いことも好ましい形態である。
【００２９】
　樹脂組成物中に含まれる溶媒は、樹脂を溶解できる溶媒であればよく、通常有機溶媒が
用いられる。有機溶媒の種類は特段限定されず、用いられる樹脂の種類に応じて適宜選択
できる。例えば樹脂としてポリイミド前駆体を用いる場合には、ピロリドン類、ケトン類
、エーテル類、アミド類を用いればよく、例えばＮ－メチル－２－ピロリドン、Ｎ，Ｎ－
ジメチルアセトアミドなどを用いることができる。固形分濃度は通常５重量％以上、好ま
しくは１０重量％以上であり、また通常４０重量％以下、好ましくは３０重量％以下であ
る。
【００３０】
　樹脂組成物中には、本発明の効果を阻害しない程度に、その他成分を含んでいてもよい
。その他の成分としては、シランカップリング剤などのカップリング剤などがあげられ、
樹脂が紫外線硬化樹脂の前駆体の場合は、光重合開始剤を含んでいてもよい。
【００３１】
＜転写フィルムの製造方法＞
　転写フィルムの製造方法は特段限定されず、例えば特定の表面粗さを有する基材フィル
ムを準備し、転写層を形成する樹脂及び溶媒を含む樹脂組成物を該基材フィルム表面に塗
工し、乾燥させることで製造することができる。
　樹脂組成物を塗工する方法としては、例えば例えば、ダイコート塗工、バーコーター塗
工、メイヤーバー塗工、エアナイフ塗工、グラビア塗工、リバースグラビア塗工、オフセ
ット印刷、フレキソ印刷、スクリーン印刷、ディップコートなどが挙げられる。また、ガ
ラス板やポリエステルフィルム上で転写層をいったん形成した後、形成した転写層を基材
フィルム上に転写させる方法を採用してもよい。
【００３２】
　塗工した樹脂組成物を乾燥させるための乾燥手法は、必要な温度、時間を維持できる方
法であれば特に限定されない。例えば、必要な温度に設定したオーブンや恒温室で保管す
る方法、熱風を吹き付ける方法、赤外線ヒーターで加熱する方法、ランプで光や紫外線を
照射する方法、熱ロールや熱板と接触させて直接的に熱を付与する方法、マイクロ波を照
射する方法などが使用できる。また、取扱いが容易な大きさに基材フィルムを切断してか
ら乾燥処理してもよく、基材フィルムロールのままで乾燥処理してもよい。さらに、必要
な時間と温度を得ることができる限りにおいては、コーター等の塗工装置の一部分に乾燥
装置を組み込むことで、塗工過程で乾燥処理を行うこともできる。
　乾燥処理条件については、溶媒を乾燥させて転写層を形成できれば特に限定されないが
、例えば、７０℃以上、１５０℃以下、且つ、１分以上、１０分以下の加熱処理を行うこ
とで、溶媒を乾燥させ、転写層を形成することができる。
【００３３】
＜接着剤層＞　
　本実施形態の転写フィルムは、接着剤層を更に有してもよい。接着剤層を有する場合、
基材フィルム、転写層及び接着剤層の順に積層される。接着剤層を有することで、転写フ
ィルムを転写する部材と転写層の接着性を向上させることができる。
　接着剤層としては、転写層が含む樹脂の種類に応じて適宜選択できるが、例えばエポキ
シ樹脂、アクリル樹脂、シリコ－ン樹脂などがあげられる。
　接着剤層の膜厚は特に限定されず、通常３００ｎｍ以上、好ましくは５００ｎｍ以上、
また通常５μｍ以下、好ましくは３μｍ以下である。
　接着剤層を形成する方法は特には限定されず、上記説明した塗工などの方法を用いるこ
とができる。
　なお、本実施態様の転写フィルムが接着剤層を有する場合、転写フィルムの接着剤層上
に保護フィルムを備えることで、ブロッキングを防ぎ、ロール状で保管することができる
。
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【００３４】
＜樹脂／ガラス積層体＞　
　本発明の別の実施形態は、ガラス基板上に樹脂層が積層した、樹脂／ガラス積層体であ
る。本実施形態において樹脂層は、転写層が硬化した後の樹脂層又は転写層から溶媒を除
去した後の樹脂層からなる。
　樹脂／ガラス積層体は、ガラス基板の片面のみに樹脂層を有してもよく、両面に有して
いてもよい。
【００３５】
　本実施形態の積層体は、樹脂層の表面の平均面粗さが１０ｎｍ以下であることを特徴と
する。
　平均面粗さは算術平均粗さ（Ｓａ）であり、下記の測定方法にて算出できる。
算術平均粗さ（Ｓａ）の測定方法：
　非接触表面・層断面計測システムＶｅｒｔＳｃａｎ２．０（株式会社菱化システム製）
を用い樹脂／ガラス積層体の樹脂層表面観察（観察視野：９３．９７μｍ×７１．３０μ
ｍ）を実施し、樹脂層表面について、平均面粗さ（算術平均粗さＳａ）を算出する。
【００３６】
　樹脂／ガラス積層体の樹脂層表面の平均面粗さが１０ｎｍ以下であることで、更に薄膜
を積層させた場合に均一な膜となりやすく、その上に電子デバイス素子などを形成した際
に性能の低下が生じ難く、電子デバイス用の基板として好適である。
　樹脂／ガラス積層体の、樹脂層表面の平均面粗さは１０ｎｍ以下であることが好ましく
、５ｎｍ以下であることがより好ましい。下限は特に限定されないが、通常０．１ｎｍ以
上である。
　一般的にガラスの表面の平均面粗さＳａは小さい数値となる傾向があるため、樹脂層表
面の平均面粗さが上記値を満たすことが好ましい。特に、ガラス基板の両面に樹脂層を積
層させた樹脂／ガラス積層体の場合には、少なくとも一方の樹脂層表面の平均面粗さＳａ
が、上記値を満たすことが好ましい。
【００３７】
　樹脂／ガラス積層体の樹脂層表面の平均面粗さを調整する方法としては、例えば、基材
フィルムの、転写層と積層する面の平均面粗さが上記範囲である転写フィルムを用いて、
ガラス基板上に転写層を転写する方法、転写後の転写層を硬化させる際に、発泡が発生し
ないよう、乾燥条件、硬化条件を適宜調整する方法、などがあげられる。
【００３８】
＜ガラス基板＞
　本実施形態では、ガラス基板は樹脂層を支持する支持基板であり、樹脂層を支持できる
限りその種類や厚さは特段限定されない。
　ガラス基板としては、ソーダライムガラス、ホウケイ酸ガラス、無アルカリガラスなど
を例示できる。また、ガラス基板は可撓性を有することが好ましく、厚みが通常１０μｍ
以上、好ましくは１５μｍ以上、より好ましくは２０μｍ以上であり、一方で通常２００
μｍ以下、好ましくは１５０μｍ以下、より好ましくは１００μｍ以下である。この範囲
とすることで、ハンドリング性に優れ、且つ、ロール状に巻回できるため保管が有利であ
る。
【００３９】
　本実施形態においてガラス基板は、樹脂層との接着性を向上する目的で、転写層を転写
する前のガラス表面に、シランカップリング剤、チタンカップリング剤などによるカップ
リング剤処理、酸処理、アルカリ処理、オゾン処理、イオン処理などの化成処理、プラズ
マ処理、グロー放電処理、アーク放電処理、コロナ処理などの放電処理、紫外線処理、Ｘ
線処理、ガンマ線処理、レーザー処理などの電磁波照射処理、その他火炎処理などの各種
表面処理を施してもよい。
【００４０】
＜樹脂層＞
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　本実施形態において樹脂層は、表面の平均面粗さが上記範囲内であればその種類は特段
限定されないが、通常熱可塑性樹脂又は硬化樹脂である。
　熱可塑性樹脂としては、ポリイミド、ポリアリレート、ポリエーテルサルフォン、ポリ
オレフィン、フッ素系樹脂、ポリエーテルエーテルケトン、ポリカーボネートなどがあげ
られる。これらのうち、透明性、耐熱性の観点から、ポリイミド、ポリアリレート、ポリ
エーテルサルフォン、フッ素系樹脂、ポリエーテルエーテルケトンが好ましい。
　硬化樹脂としては、熱硬化樹脂、紫外線硬化樹脂などがあげられる。
　熱硬化樹脂としては、ポリイミド、ポリウレタン、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、メ
ラミン樹脂　アラミドなどがあげられる。紫外線硬化樹脂としては、（メタ）アクリレー
ト樹脂、エポキシ樹脂があげられる。これらのうち、耐熱性の観点からポリイミドが好ま
しい。
【００４１】
　また、樹脂層は、ガラス転移温度（Ｔｇ）が１５０℃以上であることが好ましく、１７
０℃以上であることがより好ましい。Ｔｇが上記下限以上であることで、積層体が耐熱性
に優れる。
【００４２】
＜積層体の製造方法＞
　本実施形態に係る積層体の製造方法は、樹脂／ガラス積層体を製造できれば特に限定さ
れないが、一例として転写フィルムを使用する方法があげられる。この際に使用する転写
フィルムは、上記説明した本発明の実施形態に係る転写フィルムであることが好ましい。
　転写フィルムを用いる場合であって転写層に硬化樹脂の前駆体を含む場合、ガラス基板
の少なくとも片面に、上記転写フィルムを、前記転写層又は接着剤層を備える場合には接
着剤層とガラス基板とを対向させて積層させ、転写層をガラス基板に転写させる転写ステ
ップ、前記ステップで得られた積層体から基材フィルムを剥離させる剥離ステップ、及び
前記転写層を硬化させる硬化ステップ、を含むことが好ましい。
【００４３】
　転写ステップは、ガラス基板と転写フィルムを準備し、ガラス基板の少なくとも片面に
転写フィルムを積層させ、転写層をガラス基板に転写させるステップである。この際転写
フィルムは、転写層又は接着剤層とガラス基板とを対向させて積層させる。
　転写フィルムは、ガラス基板のどちらか一方の面にのみ積層させてもよく、ガラス基板
の両面に積層させてもよい。
　また、転写ステップにおいて転写フィルムは、取扱いが容易な大きさに切断した枚葉の
状態で使用してもよく、ロール状態から巻出して使用してもよい。
【００４４】
　ガラス基板と転写フィルムを積層させた後、転写層をガラス基板に転写させる方法とし
ては公知の方法を用いることができ、例えば熱ラミネートが挙げられる。
　熱ラミネートする場合、既知の装置を用いればよいが、例えば熱ラミネート装置の一部
分に、樹脂組成物を基材フィルム上に塗工する塗工装置、及び塗工後の樹脂組成物を乾燥
させる乾燥装置を組み込んだ熱ラミネート装置とし、転写フィルムの製造とガラス基板へ
の転写を連続的に行ってもよい。
　転写フィルムの転写層表面には、熱ラミネート前に、接着性を向上させるためにプラズ
マ処理やコロナ処理などの表面処理を行ってもよい。
【００４５】
　熱ラミネートに際しガラス基板は、取扱いが容易な大きさに切断した枚葉の状態で使用
してもよく、可撓性を有する薄膜ガラスである場合には、ロール状態から巻出して使用し
てもよい。
【００４６】
　熱ラミネートは、通常ガラス基板の少なくとも片面に転写フィルムを積層させた積層体
を、所定温度に加熱したニップロール間に通過させることで行う。加熱したニップロール
の温度は、良好に転写を行う観点から、転写層に含まれる樹脂が硬化樹脂の前駆体である
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場合には、硬化樹脂の前駆体のガラス転移温度以上、＋５０℃以下が好ましい。
　また、ニップロール圧は、ガラス基板の破損を防ぎ、かつ、ガラス基板と樹脂層との接
着性の観点から通常０．５ＭＰａ・ｃｍ以上、５ＭＰａ・ｃｍ以下である。
【００４７】
　剥離ステップは、上記転写ステップで得られた積層体から、基材フィルムを剥離するス
テップである。通常転写フィルムの基材フィルムは、良好な離型性を有し、剥離の方法は
特段限定されない。
【００４８】
　硬化ステップは、上記転写ステップで得られた積層体の転写層を硬化するステップであ
る。硬化ステップは上記剥離ステップ前に行ってもよく、剥離ステップ後に行ってもよい
。
　硬化ステップにより、転写層に含まれる硬化樹脂前駆体の硬化反応が生じ、本実施態様
に係る樹脂／ガラス積層体が製造される。なお、転写層に硬化樹脂の前駆体を含まない場
合、上記硬化ステップは不要である。
【００４９】
　転写層に熱可塑性樹脂を含む場合は、基材フィルム剥離後、樹脂／ガラス積層体を加熱
することで、転写層中に含まれる溶媒を除去することができる。溶媒を除去するための加
熱温度は、溶媒を乾燥させるのに十分な温度であれば、特段限定されない。すなわち、転
写フィルムを用いる場合であって転写層に熱可塑性樹脂を含む場合、上記硬化ステップの
代わりに溶媒除去ステップを含むこととなる。
【００５０】
　転写層に紫外線硬化樹脂の前駆体を含む場合には、紫外線を照射させることで、転写層
を硬化させることができる。この場合、紫外線照射は、基材フィルムを剥離する前に基材
フィルム上から紫外線照射を行ってもよく、基材フィルム剥離後に紫外線照射を行っても
よい。
【００５１】
　紫外線照射量は、硬化させる樹脂の種類、また硬化させる官能基の当量により適宜設定
すればよい。また照射時間についても、硬化させる樹脂の種類、また硬化させる官能基の
当量により適宜設定すればよい。
【００５２】
　転写層に熱硬化樹脂の前駆体を含む場合には、基材フィルム剥離後の樹脂／ガラス積層
体を加熱することで、転写層を硬化させることができる。硬化させるための加熱温度は、
硬化樹脂前駆体を硬化させるのに十分な温度であれば特段限定されない。具体的には、通
常硬化後の硬化樹脂のガラス転移温度以上、＋１００℃以下であり、硬化樹脂のガラス転
移温度＋２０℃以上、＋８０℃以下であることが好ましく、例えば硬化樹脂のガラス転移
温度＋５０℃であってもよい。
　加熱時間は、硬化樹脂前駆体を硬化させるのに十分な時間であれば特段限定されず、通
常１０分以上２時間以下、好ましくは２０分以上１．５時間以下、より好ましくは３０分
以上１時間以下である。
　加熱雰囲気についても特段限定されないが、窒素、アルゴンなどの不活性ガス雰囲気下
で行うことが好ましい。
【実施例】
【００５３】
　以下、実施例により本発明を更に詳細に説明するが、本発明は以下の実施例に記載の具
体的形態に限定されるものではない。
　なお、実施例で測定した物性等の測定法は以下のとおりである。
【００５４】
　樹脂層表面の平均面粗さは、以下の方法で測定した。
算術平均粗さ（Ｓａ）の測定方法：
　非接触表面・層断面計測システムＶｅｒｔＳｃａｎ２．０（株式会社菱化システム製）
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を用い転写フィルム、又は、樹脂／ガラス積層体の表面観察（観察視野：９３．９７μｍ
×７１．３０μｍ）を実施し、平均面粗さ（算術平均粗さＳａ）を算出した。
【００５５】
　表面タック性は、ＪＩＳＺ０２３７に準じて、ボールタック試験で評価した。Ｊ．ＤＯ
Ｗ法ボールタック試験器により、温度２３℃、５０％ＲＨ雰囲気下において傾斜板の角度
３０度で所定の径（１／３２インチ）の鋼球を、１０ｃｍ幅の転写フィルムの転写層上を
転がして測定し、転写フィルム上で静止しなかった場合は○、静止した場合は×とした。
すなわち、評価○の場合は、ボールタック試験において最大ボール径が１／３２インチよ
りも小さい。
【００５６】
　樹脂層のガラス転移温度は、転写層を硬化させて、又は転写層から溶媒を除去して得ら
れた樹脂シート単体で測定した。ＪＩＳＫ７２４４に準じて、動的粘弾性測定における振
動周波数１０Ｈｚ、歪み０．１％、昇温速度３℃／分の条件でシートの縦方向に測定した
際の、損失弾性率（Ｅ”）のピーク温度で評価した。なお、損失弾性率（Ｅ”）のピーク
温度が複数ある場合には、最も高い温度を樹脂層のガラス転移温度とした。
【００５７】
[実施例１]
　固形分濃度１８％のポリアミック酸溶液である、ユニチカ製「ＵイミドＣＲ」を基材フ
ィルム（ポリエチレンテレフタレートの二軸延伸フィルム（東洋紡社製　製品名「Ａ４１
００」　厚み１２５μｍ）の非易接着面にバーコーターで塗布、１００℃で３分乾燥し、
厚み３μｍのポリイミド前駆体層を有する転写フィルム１を得た。
　得られた転写フィルム１はロール状に巻き取られ、転写フィルムロール１を得た。転写
フィルムロール１は、１週間後もブロッキングが発生せず、巻出し可能であった。
　ガラス基材（日本電気硝子株式会社製「ＯＡ－１０Ｇ」、厚み１００μｍ）を準備し、
転写フィルム１のポリイミド前駆体層とガラス基材が対向するように、１５０℃で熱ラミ
ネートした。
　ラミネート後の積層体から基材フィルムを剥離した後、４００℃、３０分窒素雰囲気下
で焼成し、ポリイミド／ガラス積層体１を作成した。
【００５８】
 [実施例２]
　実施例１において、基材フィルムをポリエチレンナフタレートの二軸延伸フィルム（帝
人デュポンフィルム社製　製品名「Ｑ６５ＨＡ」　厚み１００μｍ）に変更した以外は同
様にして、転写フィルム２及びポリイミド／ガラス積層体２を作成した。
【００５９】
 [実施例３]
　実施例１において、基材フィルムをポリエチレンナフタレートの二軸延伸フィルム（帝
人デュポンフィルム社製　製品名「Ｑ５１」　厚み１００μｍ）に変更した以外は同様に
して、転写フィルム３及びポリイミド／ガラス積層体３を作成した。
【００６０】
［比較例１]
　実施例１において、基材フィルムをポリエチレンテレフタレートの二軸延伸フィルム（
三菱樹脂株式会社製　製品名「Ｔ１００」厚み１００μｍ）に変更した以外は同様にして
、転写フィルム４及びポリイミド／ガラス積層体４を作成した。
【００６１】
［比較例２］
　実施例１において、基材フィルムをポリエチレンテレフタレートの二軸延伸フィルム（
三菱樹脂株式会社製　製品名「Ｔ－６００Ｈ７５」　厚み７５μｍ）に変更した以外は同
様にして、転写フィルム５及びポリイミド／ガラス積層体５を作成した。
【００６２】
＜評価＞
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　上記実施例及び比較例で使用した基材フィルムの平均面粗さ、上記実施例及び比較例で
作成した転写フィルムの転写層の表面タック性、上記実施例及び比較例で作成したポリイ
ミド／ガラス積層体の樹脂層表面の平均面粗さ、並びに硬化後の樹脂層のガラス転移温度
を測定した。結果を表１に示す。
【００６３】
【表１】

【００６４】
　表１から、特定の平均面粗さを有する基材フィルムからなる転写フィルムを用いて作成
した樹脂／ガラス積層体は、樹脂層表面、ガラス表面にかかわらず平均面粗さが非常に小
さい。そのため、該樹脂／ガラス積層体上に成膜した薄膜は、品質に優れる。よって、本
発明に係る樹脂／ガラス積層体は、電子デバイス用の基板として、非常に有用である。
【産業上の利用可能性】
【００６５】
　本発明に係る樹脂／ガラス積層体は、表面平滑性に優れるため、その上に薄膜を積層さ
せた場合に均一な膜となりやすく、電子デバイス素子などを形成した際に性能の低下が生
じ難い。そのため、電子デバイス用の基板として好適である。
　また、本発明に係る転写フィルムは、表面平滑性に優れる樹脂／ガラス積層体を製造す
るのに有用である。
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